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KIRJALLISUUDEN JA MUISTIINPANOJEN KAYTTO KIELLETTY

Merkitse jokaiseen vastauspaperiin juokseva numero ja vastauspapereiden
kokonaismiidri, esim. 1/2 ja 2/2. Merkitse vastauspaperiin myos niiden kysymysten
numerot, joihin et vastannut ollenkaan.

1. Fysikaalisessa kaasufaasipinnoituksessa (PVD) muodostettavien pinnoitteiden
vy6hykemallit. Selitd pinnoiterakenteiden vyShykemallit termisen hdyrystyksen ja
sputteroinnin tapauksessa. Selitd ndiden keskindiset erot ja syyt mahdollisiin eroihin.

2. Selitd magnetron-sputteroinnin periaate. Miti silld tarkoitetaan ja mihin se perustuu ja
miten sitd hyddynnetdén ohutpinnoitteita valmistettacssa?

3. Mahdollisuudet valmistaa metalliseospinnoitteita termiselld hydrystykselld sen eri
menetelmévariaatioiden avulla (seosten hoyrystdminen). Kerro mitd mahdollisia ongelma
voi tulla vastaan seosten hoyrystksessi ja miksi? Miten néitid voidaan valtt44?

4. Selitd mit4 tarkoitetaan hehkupurkauksella (glow discharge) ja miten sitd voidaan
hy6dyntéé ohutkalvopinnoitusprosesseissa?

5. Kemiallisen kaasufaasipinnoituksen prosessiparametrit. Selitd miten ldmpétila ja
prosessikaasujen virtausnopeus vaikuttaa eri parametreilld pinnoitteen muodostumiseen ja
mitkd mekanismit kontrolloivat pinnoitteen kasvua?

6. Kovapinnoitteiden valmistaminen CVD-menetelmaélld. Pinnoitteiden tirkeimmat
ominaisuudet?




